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①製品技術紹介①

CWレ ー ザ ー と

パルスファイバレ ー ザ ー によるレ ー ザ ー 洗浄

1. はじめに

急速な進展を見せるレ ーザー洗浄のアプリケーショ

ンでは、 CWファイバレ ーザーとパルスファイバレ ー

ザーのどちらを使用すべきかについていろいろな議論

がある。

レ ーザー洗浄では、 集光したレ ーザー ビームを使用

して、 材料の表面の汚染物質を素早く蒸発または除去

する。 他の従来の物理的または化学的洗浄方法と比較

して、 レ ーザー洗浄は非接触であり、 消耗品や汚染が

なく、 高精度で、 ほとんど残留損傷がない。 このレ ー

ザーによるプロセスは、 新世代の産業用洗浄技術にと

って理想的な選択肢である。 さらにファイバレーザー

は、 信頼性や安定性、 柔軟性が高く、 レ ーザー洗浄の
ビーム源として最適な選択肢となっている。

ファイバレ ーザーには、 大きく分けて連続波(CW)

ファイバレ ーザーとパルスファイバレ ーザーの2種類

があり、 マクロ材料加工と精密材料加工の両方の市場

を占めている。 新たなアプリケーションや新しい基

材の洗浄には、 CWファイバレ ーザーとパルスファイ

バレーザーのどちらを使用すべきか議論になることが

ある。

ここでは、 CWファイバレ ー ザー （以下、 ICWレ
ーザー」）とMOPAパルスファイバレ ーザー（以下、

1MOPAパルスレ ーザー」）のレ ーザー洗浄を比較し、

それぞれの特性と適用可能なアプリケーションシナリ

オを分析する。 本文では、 対応するレ ーザー洗浄技術

を選択する際のヒントを提供するものである。
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2. テストレ ー ザ ー と
テストバラメ ー タ ー

2種類のレ ーザーによる洗浄効果を比較するため、

白いペンキを塗ったアルミニウム合金（約20µm)と

炭素鋼（約40µm)をサンプルとして使用した。 レ ー

ザー洗浄には、 以下の写真1の二つのレ ーザーを使用

した。 また、 それらのパラメ ータ ーを表1に示す。

洗浄の性能は、 パルス幅(100 ns、 200 ns、 500

ns)、 周波数(20~60 kHz)およびスキャン速度

(l,500~9600 mm/s)を調整することで実現する。

写真2と写真3は、 表1に示されているテストレ ーザ
ーによる洗浄性能を示している。

パルスレ ーザーの場合、 パルス繰り返し周波数が低

いと洗浄プロセス中に基材を傷つける可能性が高くな

る。 しかし、 パルス幅が狭い（約100ns)と塗料をよ

り簡単に洗浄できる。 塗料の洗浄と基材の溶融の間の

熱のバランスをとることが菫要である（熱効果）。 マ

スタ ーオシレ ータ ーパワ ーアンプ(MOPA)構造を備

えたパルスレ ーザーは、 洗浄プロセスの重要なポイン
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